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在 2016 年，儘管半導體市

場相對疲弱，但是 EDA 產業推出

的一些重要技術將會帶來持續的

效應，並在 2017 年展現出更高的

重要性。其中，有四個領域特別

突出：1) 虛擬良率分析、2) 硬體

模擬 (Emulation) 擴展至功耗與測

試分析、3) InFO 封裝、以及 4) 

“System of Systems”PCB設計。

虛擬良率分析正快速成長中。

公開的產業資料顯示，前十大半導

體公司已增加其元件故障分析的數

量至每天超過 200 萬件。這與過

去有何不同？許多年來，從最終測

試或晶粒分類針測 (die sort probe)

分析取得的元件故障資料都是在故

障分析實驗室中進行分析，或是根

本不進行分析。現在情況已經改變

了。因為元件的實際尺寸變得非常

小，故障分析實驗室僅能以有限的

能力來區隔與分析個別的元件故

障。取而代之，故障資料現已可與

實體的佈局資料來相互比較。此

做法不論在新製程與新設計的投

產階段，以及成熟製程的持續監

控，都能使良率大幅提升。今天，

領先的半導體公司都會分析所有的

故障資料。EDA 軟體工具能夠產

生統計資料，以決定故障是來自於

系統性的設計佈局問題或製程效應

所造成。這樣的「深度資料分析」

(“deep data analysis”) 能節省

數百萬美元的成本，並提升元件的

邊際效能。受惠於此，晶圓代工廠

會希望能與客戶分享這些故障資

料。在 2017 年，將近 100% 的元

件故障分析都會利用可測試性設計

(design-for-test) 軟體來進行。

硬體模擬 (Emulation) 是過去

五年來EDA產業成長最快的領域，

漲幅超過 100%。設計複雜度的持

續提升，已使軟體模擬 (simulation)

不再足以找出、並確認設計問題。

因此，主要的 EDA 業者都加速在

硬體模擬設備上的支出，甚而最近

更增加了在軟體工具上的支出，以

便能利用硬體模擬資料來分析設計

問題。今天，領先的業者能從硬體

模擬驗證直接發佈其設計到投片階

段；其中有些公司還會再執行最終

基於 FPGA 的驗證，然而大部分

公司僅會驗證一部分在自家硬體模

擬器上執行的軟體。這在 2016 年

有什麼改變？在既有的硬體模擬平

台上增加軟體應用程式，便是一項

重大的改變。其中一個最重要的改

變是在硬體模擬器中納入了功耗分

析。對於大型積體電路來說，功耗

分析已成為設計的重要關鍵，因

為基於 UPF 的模擬已不再足夠，

所以可提供硬體模擬器的 EDA 業

者會利用領先的功耗分析工具，例

如 Power Artist，把功耗分析功能

加進來。此做法能使功耗效應在閘

極設計層級的分析更為完備。另一

項重要的新增功能是可測試性設計

(DFT)；現在已能夠產生測試向量，

並在硬體模擬器上執行它們，因此

過去用來決定此原型是否由於測試

向量問題造成故障的所有時間，現

在都省下來了，使得從收到第一次

通過 (first pass) 原型到生產的週

期時間已大幅地縮短。

封裝以及晶片 /封裝模擬已成

為更重要的議題。在 2016 年，我
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們看到了各種更具成本效益的多晶

片封裝技術的推出，InFO 便是其中

一項。最終，下一代的設計複雜度

將會需要多晶片封裝配置的模擬、

驗證以及分析。現在，問題在於

EDA 設計軟體能否建立並驗證基本

的多晶片配置。EDA 業者在 2016

年積極開發的新功能，將會在 2017

年得到更廣泛的採用。過去幾年

來，EDA 業者已開發出整合式封裝

解決方案，能讓晶片設計人員智慧

地分析封裝以及接腳分佈 (pin-out)

配置，以進一步提升成本與效能效

益。現在，設計環境需要封裝工程

師與晶片設計人員之間穩定的資料

流通。而 InFO 正能加速此協同合

作。主要的 EDA 業者正藉由創新

的分析工具以及基本的設計建立環

境來解決這個問題。明年 2017，將

會是市場加速採用的一年。

最後，電子系統設計正歷經一

場革命。過去二十年來，EDA 產業

致力於推動積體電路設計的自動化

發展。現在幾乎 IC 設計的所有領

域都已能夠利用電腦來進行自動化

設計，但是系統設計仍還處於設計

自動化演進的初始階段。自 1980

年代初期開始，印刷電路板設計的

擷取、分析與佈局也已隨著 IC 設

計有了顯著的進步。“Systems of 

Systems”的設計又有什麼不同

呢？你如何連結與驗證多重電路板

系統？過去幾年來，業者已推出設

計軟體來解決這個問題。與複雜製

造設備的設計人員一樣，設計飛

機、汽車與火車的大型系統公司也

已採用了這類軟體。現在，企業設

計自動化已成為事實。大型、複雜

的組織現在能夠監控即時發生的變

更，並以自動的方式將企業中的部

門連結在一起。當組織中的任一部

門進行設計變更時，將如何對設計

的其他部分帶來影響？現在，這樣

的設計流程已經能夠受到監控。先

進的企業已能確實掌握一部分的設

計變更會對整個複雜系統設計造成

的衝擊。這項重大的進展是由 EDA

來推動的，但這只是整個 EDA 產

業進展的一個環節而已。

EDA 市場正在改變。現在雖

然 EDA 已經賦予我們達成一次就

通過晶片功能設計的能力，但是我

們距離提供此相同功能給系統設計

人員還很遙遠。然而，此功能即將

到來，而且會比你預期地還快。飛

機、火車和汽車的設計人員亟需在

建立每個子系統的實體原型之前執

行設計的虛擬模擬。在過去這是不

可能的，因為模型並不完整。模擬

僅限於機械或熱傳分析。但是世界

已經改變了，在 2017 年，我們將

看到過去從不曾考慮 EDA 為他們

設計方法論一環的企業也會開始採

用 EDA 工具。

傳統以來，汽車與航空設計人

員都是以機械設計為主。但現在，

汽車與飛機的差異化與功能是由電

子系統所驅動的。問問你的孩子，

他們希望新車要有哪些功能時，你

就會知道了。答案會是車載資訊娛

樂系統。如果你擔心安全性，汽車

的設計人員會比你更擔心。除了

環境需求以及基本的「感測器融

合」，包括車內越來越多的視覺、

雷達以及其他的感測器之外，他們

還必須遵循諸如 ISO26262 以及其

他功能的新規範。若想要安全可靠

地設計汽車與飛機，沒有電子系統

的虛擬模擬是不可能達成的。

此外，全系統模擬也已成為

必要。你如何知道線束會剛好地穿

過門框的孔洞？ EDA 工具能夠告

訴你答案，但必須要先從機械設

計中找出資料才行。汽車或飛機中

的佈線是三維空間的問題。傳統

以來，EDA 工具都是處理二維的

佈線問題。但世界正在改變，我們

將看到用來設計積體電路的基本

EDA 技術會被應用在系統設計，

保持 IC 設計領先地位的公司也將

能把此技術運用在系統設計上。這

將能為 EDA 創造出新的市場，而

且規模會比傳統的 IC 設計市場還

大。但這將是以 IC 設計基本的模

擬、驗證與分析 EDA 工具為主。

在不久的將來，複雜系統的設計人

員將能利用虛擬模擬工具在設計週

期的初期就制定設計的折衷辦法，

而此 know-how 將來自於積體電路

設計。透過建立系統原型，再進行

測試來找出設計問題的方式已不再

可行；取而代之的將會是虛擬原型

製作，這也需利用基本的 EDA 技

術才有可能。明年，將會是此技術

趨勢快速進展的一年，隨著我們朝

下一代的電子設計自動化邁進，對

於產業將開創的未來可能性，我感

到非常振奮！


